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Dispositif de miniaturisation des connexions d'etements soumis a de tres fortes intensites eiectriques. 



La pi^6sente invention concerne la connexion d'^l6ments 
bons conducteurs de r6lectricit6 soumts d de tr^s fortes 
intensit6s 6l6Ctriques. Le dispositif est constitu^ par un liant 3 
assurant la conductibilft6 ^lectrique entre Ies deux fils 1 et 2 d 
connecter et un enrobage 4 assurant le confinement du liant 
lorsquB oetu-ct passe k I'^tat liqukle sous I'effet de tr6s fortes 
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La presente invention concerne la connexion d* ele- 
ments bons conducteurs de I'electricite soumis a de tres 
fortes intensites. 

lies connexions d' elements conducteurs de I'elec- 
5 tricite sont j&tablies generalement par le rapprochement 
de deux conducteurs 1 et 2 (fig.l) soumis i une pression P 
creee par un systeme mecanique. 

Dans le domaine de 1* invention, ces conducteurs sont tres 
generalement en cuivre, plus rarement en laiton ou en 

lO argent. Ces metaux etant tres bons conducteurs de I'elec- 
tricite, les dimensions des fils de connexion sont tres 
petites, meme pour de tres fortes intensites. Par example, 
on peut faire passer une centaine d' amperes dans du cui- 
vre de section 0,lmm^ sans qu'il fonde. Par centre la 

15 connexion de tels elements oblige a un dimensionnement 
beaucoup plus grand des conducteurs. Au contact des con- 
ducteurs/ la resistivite est plus grande. Cela est du a 
des oxydes, a des impuretes de surface, a la reduction 
de la section de contact. Pour realiser une bonne con- 

20 nexion malgre cette resistivite plus grande, on augmente 
la surface de connexion, et bien sur 1 'encombrement. 
Ces considerations entrainent. un dimensionnement tres 
grand de la connexion par rapport aux dimensions du conduc- 
teur lui meme. Dans le cas d'un serrage par vis et etrier 

25 sur des longueurs identiques, I'espace occupe par la 

connexion est 30 a lOO fois plus grand que I'espace occupe 
par le conducteur. 

Un moyen de rendre la connexion tres petite serait de rea- 
liser une soudure autogene. Le cuivre se prete mal a ce 

30 type de soudure parce que bon conducteur de I'electricite. 
La soudure en bout n'est pas fiable a lOO % car la pro- 
duction de chaleur est assuree par la connexion oxydes 
sur oxydes et ceux-ci restent dans la soudure. Le laser ne 
donne aucun resultat sur le cuivre car la chaleur tres 

35 ponctuelle est evacuee trop vite. Les ultra- sons donnent 
un resultat satisfaisant mais uniquement pour des conne- 
xions de grosse section car un matri^age est n6cessaire. 
La brasure d« argent est exclue a cause des hautes tem- 
peratures demandees pendant un temps assez long, ce qui 

40 ne convient pas aux composants electroniques. 
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Une solution connue pour rfeduire les dimensions de la 
connexion consiste a etablir la liaison au moyen d'un 
liant conducteur de I'electricite. Pour que ce liant: soit 
facile a mettre en oeuvre, on utilise la fusion du liant. 

5 Celui-ci, a temperature ambiante, est solide et assure la 
liaiscni mecanique et la continuite electrique. Ce liant 
est inevitablement moins bon conducteur de 1 • electricite 
que le cuivre (on utilise generalement un alliage plomb- 
^tain) et la qualite du liant ainsi que la longueur de 

lO liaison devient tres grande pour les tres fortes intensi- 
tes afin d*^iter la fusion du liant ; le rapport des es- 
paces occupis reste de lO a 50 fois plus grand. Le point 
de fusion du liant est pris relativement bas entre 200 et 
300°, afin de faciliter la mise en oeuvre et ne pas alte- 

15 rer 1 ' environnement (fixations^ boitiers, isolants, com- 
posants electroniques sensibles a la chaleur). 
II en resulte qu'aucune solution ne permet la miniaturisa- 
tion des connexions dans un rapport de 2 a 3, au lieu de 

10 a 50 pour les fortes intensites. 

20 Le dispositif, selon 1" invention, atteint justement cet 
bbjectif avec une surete de fonctionnement tres grande. 
La surete de connexion aux tres fortes intensites n'est 
pas hcO^ituellement necessaire dans les appareils electri- 
ques« car ces tres fortes intensites se produisent lors de 

25 courcints de defauts : si la connexion est interrompue/ par 
fusion du liant par exenple, cela interrompt du meme coup 
le courant de dSfaut et done la securite s'en trouve ac- 
crue. 

11 n'en est pas de meme pour des dispositifs parasiarten- 
30 sion, ou parafoudre ecoulant de tres fortes intensites a 

la terre. La surete de fonctionnement exige cjue la 
cc»inexicm ne soit jamais interrompue meme pour les tres 
fortes intensites engendr6es par la foudre (lOO OOO am- 
peres). Si l'6coulement a la terre etait interron5>u par 
35 une rupture de connexion, il apparaitrait aux bornes du 
dispositif une surtension et le dispositif parasurtension 
n*a\irait plus sa raison d'etre- 

Qn trouve une application de 1* invention dans la miniatu- 
risation de dispositif parafoudre ou parasurtension avec 
40 une surete de fonctionnement k lO0%. 
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Le dispositif selon 1 * invention comporte les fils 
conducteurs de 1' electricite a assembler reperes 1 et 2 
(fig. 2). lis sont connect.es par un liant 3> conducteur 
de I'electricite, qui peut etre a bas point de fusion 
5 ( 200 a 300 degres C • ) . Un enrobage 4 entoure 1 ' ensenitole 
de la connexic^i dans tous les axes. 

Lorsqu'une tres forte intensite traverse les conducteurs 
1 et 2^ la resistivite du liant 3 et la resistivite plus 
grande a la surface des metaux font qu'il y a production 
lO de chaleur dans la zone du liant 3 par I'effet joule dans 
une proportion bien plus grande que dans les conducteurs 
1 et 2. Suivant la duree de la tres forte intensite, il y 
a fusion partielle ou totale du liant 3. Celui-ci main- 
tient la connexion meme a I'etat liquide, grace a 1' enro- 
ls bage 4 qui le confine parfaitement autour des conducteurs 
1 et 2. Get enrobage est choisi de maniere a ne laisser 
aucune bulle d'air entre 3 et 4 car le mouvement proba- 
ble de la bulle d'air par gravite lors de la fusion du 
liant 3 pourrait avoir pour consequence d'augmenter la 
20 resistivite, cette augmentation entrainant un accroisse- 
ment de temperature par oxydation du liant 3 par I'oxy- 
gene de la bulle et deterioration de la connexion. 

enrobage 4 est choisi de £a<jon a ne pas avoir de reac- 
tivite chimique avec le liant 3. II est choisi egalement 
25 en fonction de la duree previsible de la fusion. Par 
exemple une resine Epoxy pourra resister pendant lOms a 
une temperature de 1 OOO degres et une cereunique pendant 
plusieurs secondes a la meme temperature. 

L.a figure 1 represente les elements de base d'une 
30 connexion entre les fils 1 et 2. 

La figure 2 represente 1* invention pour connecter les 
fils 1 et 2 au moyen du liant 3 confine dans la resine 4. 
La figure 3 represente une realisation de 1' invention 
pour cOTnecter entre elles des diodes Zener 5 ainsi que 
35 la connexion selon 1' invention au cylindre de laiton 6. 
Une realisation de 1' invention consiste en un 
systeme para surtens ion decrit dans le Brevet Fran^ais 
N** 8115710. Dans cette realisation, il s'agit d'un 
assemblage de diodes Zener. Get a$seniblage peut etre 
40 realise suivant 1' invention afin de donner des dimensions 
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tres reduites a 1* ensemble et d'apporter une securite de 
liaison absolue. 

Les zeners 5 (fig. 3) connect.ees entres elles suivant 1' in- 
vention par un liant. 3 a bas point de fusion {225 degres) 

5 dans le cas de semiconductetiTf 1' utilisation d'un liant a 
point de fusion beaucoup plus eleve entrainerait la des- 
truction du semiconducteur a 1' operation de soudure. Les 
zeners sont connectees aux cylindres en laiton 6 suivant 
1' invention par un liant 3. Suivant 1' invention, un enro- 

lO bage 4 vient conf iner toutes les soudures etablies par le 
liant 3, au ncHnbre de 4 dans la realisation tres parti- 
culiere decrite, L'enrobage 4, dans ce cas de realisa— 
tion, est choisi isolant electrique. II assure a la fois 
la resistance mecanique/ 1' isolation des composants entre 

15 eux et le confinement suivant 1' invention. L'enrobage 4 
peut ne pas Stre forcement le meme pour chacune des liai- 
sons mais dans ce cas de realisation l'enrobage 4 ne 
prend pas de place car il remplit 1* inevitable vide qu'il 
y a entre les divers elements constitutif s- L'enrobage ne 

20 participant pas a 1 ' encombr ement # la realisation peut 
etre extreraement miniatur isee , ce qui const itue le pre- 
mier avantage de 1' invention. 

Dans cette realisation, le deuxieme avantage de I'inven- 
tic«i reside dans la securite de fonctionnement -du dispo- 

25 sitif car les zeners en dernier ressort se soudent et 
les connexions etablies doivent se maintenir malgre des 
courants tres eleves. D' autre part, avantde se souder, 
les zeners ont maintenu la tension normale du secteur et 
se sont done echauffees, elles ont de ce fait transmis 

30 de la chaleur par les fils 1 et 2 au liant 3. 

Suivant 1' invention, le liant 3 peut fondre avant ou 
apres fusion des zeners, la connexion est tou jours main- 
tenue et la securite de fonctionnement garantie. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif de miniaturisation des connexions de 
dexix fils conducteurs de 1 ' electricite (1) et (3) com- 
portant un liant (3) a bas point de fusion (figure 1) et 
un enrobage (4) entourant totalement le liant (3) carac- 

5 terise en ce que 1' enrobage (4) confine le liant (3) a 
sa place lors de sa fusion provoquee par una forte inten- 
site en maintenant ainsi la connexion. 

2. Dispositif selon la revendication 1 caracterise 
en ce qu'il n'existe aucune bulle d'air entre le liant (3) 

lO et 1* enrobage (4). 

3. Dispositif selon la revendication 1 caracterise 
en ce que 1' enrobage (4) est choisi selon la duree previ- 
sible de la fusion. 

4. Dispositif suivant las revendications 1 et 2 
15 caracterise en ce que 1' enrobage occupe tout I'espace 

entre les ccxnposants et assure 1' isolation de ceux-ci. 

5. Dispositif suivant la revendication 1 carac- 
terise en ce que 1* enrobage assure la tenue mecanique de 
1* ensemble. 
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figure 2 




figure 3 
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